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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 91: Electronics assembly
technology

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

91/920/FDIS 91/925/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be
on voting indicated in the above table.

nd in the report

The committee has decided that the contents of this amendment an ication will
remain unchanged until the stability date indicated on i
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific
publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The-holder of this patent right has assured the IEC that he/she is willing to negotiate licences
under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the

world _In this rnelnnr‘fy the statement of the holder of this p:\fpnf righ’r is rngi:fnrpd with |[EC
Information may be obtained from:

US PAT No. 4879096
Cookson Electronics Assembly Materials
600 Route 440 Jersey City,New Jersey 07304

US PAT No. 5527628

lowa State University Research Foundation, Inc.
310 Lab of Mechanics

Ames, lowa 50011-2131, U.S.A.

JP PAT No. 3040929

JP PAT No. 3027441

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Matsushita IMP Building 20F 1-3-7, Shiromi, Chouh-ku, Osaka, 540-6319, Japan
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JP PAT No. 2805595
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
Gate City Ohsaki-West Tower 19th FI. 1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8584, Japan

JP PAT No. 3027441
Senju Metal Industry Co., Ltd.
Senju Hashido-cho 23, Adachi-ku, Tokyo, 120-8555, Japan

NOTE Patent rights vary between country of manufacture, sale, use and final destination; suppliers or users
remain responsible for establishing the exact legal position relevant to their own situation.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be ithe
subject of patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible)for
identifying any or all such patent rights.

2 Normative references
Remove the existing reference ISO 9453 and replace it by the f6
ISO 9453:2006, Soft solders alloys — Chemical composition

4.1 Alloy composition

Add the following note at the end of this

NOTE The alloy short name can be used as id
electronic equipment (see Annex C).

Table B.1 — Composition, 3
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Table B.1 — Composition, and temperature characteristics of lead-free solder alloys1® b

Alloy Short Sn Cu Bi In Ag Sb Other Temperature
name name ¢ component °C
elements
% % % | % % % Solidus | Liquidus
Sn100 © Sn100 99,9 232 mp
Sn97Ag3 A30 REM-97,0 3 221 224
Sn95AgE A50 REM-95,0 5 221 240
Sn96,5493,5 A35 REM-96,5 3,5 221 ea
Sn96,3493,7 A37 REM-96,3 3,7 L~ 231 228
sn99c, 7Ag,3 C7A3 REM-99,0 0,7 - | - [o3t010] - - 217 227
Sn98.91Cu,7Ag,3Ni,03 | C7A3Ni | REM-98,97 | 0,7 - | - |o:3%0,10 /\\ N&{E&{o.o\r\ 218 228
Sn98.3¢u,7Ag1 C7A10 | REM-98,7 0,7 - | - 1,0 \- \ 217 224
Sn95CYAAGH C40A10 | REM-95,0 |4,0:0,50| - | - 1.0 IR\ S 217 353
Sn92CueAg2 C60A20 | REM-92,0 6,0 - | -] A \\\ \ h 217 380
$n96,54g3Cu,5 A30C5 | REM-96,5 | 05 - | - 3 DAL - 217 220
Sn95,8493,5Cu,7 A35C7 | REM-95,8 0,7 AN - - 217 218
Sn95,5493,8Cu,7 A38C7 | REM-95,5 0,7 f\\ / 3 217 226
$n95,5494,0Cu,5 atocs | REM-955 | A8\ | A\ >~ [ o) |- - 217 229
Sn96AgR,5Bi1Cu,5 A25B10C5 | REM-960 | O Nie | \&« [Nas / 213 218
Sn42Bi48 B580 REM-42,0 R ERNE - - - 139 ea
sn99,3¢u,7 c7 REM-99,3 87 (O - - - 227 ea
Sn97CU3 c30 @M\Q B\ NS) N } - - - 227 310
Sn48Ing2 N520 [N REM48D |~ - _ |)s2 - - - 118 ea
Sn88In§Ag3,5Bi,5 N80A35BS\ R M-N \ y,s 8,0 3,5 - - 196 206
Sn92In4Ag3,5Bi,5 N40A35B5\ \REM-92,0 N\ Jos | 40 3,5 - - 210 216
Sn95Sbl ssa\ | REMRE.0N\ 5,0£0,50 235 240
Sn91Znp égo \ REMS1.0 |/ — - - - - Zn9,0 199 ea
Sn89ZnpBi3 780830\ REM-89)9 - 30 | - - - Zn8,0 190 197
a tEhxc o component elements in each alloy should not vary from their tabulated percentagg¢ by more
an
+0,2 %,
If >5 % of tetalalloy varidtion equals 0,5 %,
The|letters "REM" appearing with a NUMBER for an element of an alloy (e.g. REM-10,0) denotes that the element makes up the
REMAINDER=of that alloy with its actual percentage calculated as a difference from 100 %, the NUMBER indi¢ates the
appiloximate percentage of that element in the alloy.
b The not intended to he a requirement in the

formulation of the alloys. In the “Liquidus” column, “ea” indicates eutectic alloys and “mp” indicates the tabulated solidus
temperature representing the melting point for the elements (Sn100). Although efforts have been made to document the correct
solidus and liquidus temperatures for each alloy, users of this standard are advised to verify these temperature values before use.

Alloy Sn100 is included in this document for use in replenishing tin in wave soldering baths and is not suitable for use as a stand-
alone solder because of potential tin pest problems. Do not use alloy Sn100 as a stand-alone solder on hardware being fabricated
for a government unless it is specifically identified for such use in a government-approved end item drawing, specification, or
waiver.

Short name definitions for lead-free alloys.

1 For footnotes to Table B.1, see the following page
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Alloy Short Sn Cu Bi In Ag Sb
name name ¢

% % % % % %

Other
component
elements

Temperature

°C

Solidus

Liquidus

For labelling purposes, in cases of limited space, a short name code is available for use according to the guidelines below:

The key alloying elements are identified using one letter as follows:

A silver

B bismuth
C ¢opper
N indium

S gntimony
Z 4inc

Ni nickel

The shdrt name does not indicate the base element (i.e. tin) in lead-free alloys as this is assume

Digits afe used to indicate percentage of key elements as follows:

x=0,x% (for example 5 corresponds to 0,5 % by weight)
XX =X, X Y% (for example 55 corresponds to 5,5 % by weight)
XXX F XX,X % (for example 505 corresponds to 50,5 % by weight)

No digits for <0,1% (for example Ni corresponds to Ni0.0X % by weight)

Fo

=

bxample, Sn98.97Cu,7Ag,3Ni0.03 has short name C7A3Ni. /\

>

2
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Replace the text of Table B.4 by the following new Table B.4:

Table B.4 — Cross reference from solidus and liquidus temperatures
to alloy names by temperature2 ®

Temp%rature Alloy
Solidus Liquidus name
96 ea Sn16Pbh32BiH2
100 ea Sn34Pb20Bi46
118 ea In52Sn48
120 167 Sn46Pb46Bi08
134 181 In26Sn38Pb
138 ea SM2Bi58
140 160 _ASa30cd70
144 163 {SnA3RH43Bi(4 N
145 ea S50RbIZCATB
149 150 U WBQPHYBAN0S >
153 163 \ 0128n70pPb18Y
156 mp SO N\ 100y
160 174 SNy m7oredo
174 185 [~ InBOPb40
178 270 NABY - Sn+8Pb80Ag02
179 ea U\ /| S5p62Pb36Ag02Sb4
179 e O & o 1 sn62Pb36Ag02
180 185 N\« “\_  /  Sn60Pb38Bi02
180 209 — In50Pb50
183 ea —~_ N Sn63Pb37
183 ea \ \ N Sn63Pb37Sb4
183 < [ 1N D [ Sn60Pb38Cu02
183 N N 191 ) Sn60Pb40
183 | Y91 Sn60Pb40Sb4
183 NN 198 S Sn70Pb30
183 ) N CE Sn70Pb30Sb4
136 / 152 ) In20Sn54Pb26
183 A\ 21 Sn90Pb10
183\ \ 218 Sn50Pb49Cu01
183 216 Sn50Pb50
183\ /216 Sn50Pb50Sb4
183\ S\ 226 Sn45Pb55
3\t ) 238 Sn40Pb60
183 “ \ 238 Sn40Pb60Sb4
183 ) 246 Sn35Pb65
183 246 Sn35Pb65Sb4
183 254 Sn30Pb70
183 254 Sn30Pb70Sb4
183 277 Sn20Pb80
183 277 Sn20Pb80Sb4
184 270 Sn20Pb79Sb01
185 231 Sn40Pb58Sb02
185 243 Sn35Pb63Sb02
185 250 Sn30Pb68Sb02
185 263 Sn25Pb745b01
190 197 Sn89Zn8Bi3
195 225 In40Pb60
196 206 Sn88In8Ag3.5Bi,5
199 ea Sn91Zn9

2 Footnotes to Table B.4 appear at the end of the table.
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Temp%rature Alloy
Solidus Liquidus name
210 216 Sn92In4Ag3.5Bi,5
213 218 Sn96Ag2,5Bi1Cu,5
217 218 Sn95,8Ag3,5Cu,7
217 220 Sn96,5Ag3Cu,5
217 224 Sn98.3Cu,7Ag1
217 226 Sn95,5Ag3,8Cu,7
217 227 Sn96Ag2,5B11CU,5
217 229 Sn95,5Ag4Cu,5
217 227 Sn99Cu,7Ag,3
217 353 Sn95Cu4Ag1
217 380 Sn92CubAg2
218 228 Sn98.97Cu, 7AG3NI; 08,
221 ea //SR98,5A98:5
221 224 | Sh97AG3 /
221 228 ¢ N Sn9BAGS7 "\
221 240 N\ Sn95Ag5
227 ea 4 N\ \Sn99Ch7
227 310 N\ snorCud
232 mp / §n100
235 240 () T\8f955b5
238 253 (IN\V /~/N In30 Pb70
250 264 N ¢ AU S In25Pb75
268 290 \¢ "/ sn10Pb8sAg02
270 280 N\ N In19Pb81
275 302( Sn10Pb90
280 ea\ \ X Aug0SNn20
280 { 2N N )| > Sn05Pb93Ag02
280 N 305 ) Sn08Pb92
296 | Bon Sn05Pb94Ag01
299 N\ 30 N Sn02Pb965b02
300 < > < N\g1o In05Pb92Ag03
304 e > Ag03Pb97
304 A 7380, Ag06Pb94
305 S\ 30 Sn03Pb95Ag02
308 \ 312 Sn05Pb95
309\ /) ea Sn01Pb98Ag01
AN N\ 320 Sn03Pb97
EERNS D 325 Sn02Pb98
356 ~ \ ea Aug8Ge12
363 ) ea Au97Si03
451 485 Au82In18
The solidus and liquidus temperature values are provided for information only and are not intended to be &
reqliirement in the formulation of the alloys.
In“the liquidus columns, “ea” indicates eutectic alloys and “mp” indicates the tabulated solidus temperaturg
representing the melting point for the elements (IN99A and Sn99A). Although efforts have been made to documen

the correct solidus and liquidus temperatures for each alloy, users of this standard are advised to verify these
temperature values before use.
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After Annex B, add the following new Annex C:

Annex C
(informative)

Marking method of solder designation for mounted board,
used in electronic equipment

C.1 General

This annex provides the method for the indication of solder alloy(s) in mo oards used in

electrical and electronic equipment.

C.2 Marking
C.2.1 Recommendation for marking

Recommendations for marking are as follows.
a) Robustness of the marking
Marking should not degrade over the i

b) Size

c) Colour
Colour should b@
colour being rec

d) Font
OCR-A font g

Marking for-solder should be made as follow.
a) ,Salder designation

The identification for solders shall be made by the solder short alloy name listed in Table B.1,

Table B.2 and Table B.3.
b) Marking for multiple solders

If two or more solders are used in different soldering processes on the surfaces (top and
bottom) of the board, it is recommended to mark all solders in use. Examples of marking are
shown below:

Example:
Top reflow using A30C5; Bottom reflow using N80A35B5; Soldering iron using C7
A30C5/N80A35B5/C7 or A30C5, N80A35B5, C7
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C.2.3 Marking unit and location

C.2.3.1 Marking unit

The assembled board with 10 cm? or larger size should have the marking when space is
available.

C.2.3.2 Marking location

[T possible, marking should be Tocated on the right-hand corner of the topside of the board, or
next to the board part number. Otherwise, marking shall be located on an arbitrary place
available on the board. An example of marking on a board is given in Figure C.1.

Soldered connection \

A L W W AN Y

X

Soldered connection 2/\‘ W\\ ENble cable
N

[A3OCS, N80A35B5, C7 ]

ub-assembly boa

IEC 11

Figure C.1 — Example of the marking for assembled board

C.2.3.3.“Marking in the case there are multiple boards

\Where there are multiple boards in a block, the marking should be made as follows:

r6/10

a) on the representative main board when the boards are soldered to one block;

b) on each board where the boards are connected, using connectors.
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 91 de la CEIl: Techniques
d'assemblage des composants électroniques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

EDIS Rapport de vote

91/920/FDIS 91/925/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informat
abouti a I'approbation de cet amendement.

le ¥ote ayant

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de Ia e sera

pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication regherchée\ X cette date,
la publication sera
* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée,
+ amendée.
Supprimer dans I'avanf>prope 3 xte relatif aux droits de propriétés.
Ajouter la nouve@ag ) S TION avec le texte suivant:

FRODUCTION
L'attention est_apygel gde certains des éléments du présent document peuvent
faire I'objet Qj 3 > intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait étre
tenue po )\ e Pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur

existence.

déclaré que\“la conformité avec les dispositions du présent document peut impliquer
I'utilisationd'un brevet concernant en particulier les compositions d'alliages.

La CEl ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a la portée de ces droits de
propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l'assurance a la CEIl qu'il consent a négocier
des licences avec des demandeurs du monde entier, a des termes et conditions raisonnables
et non discriminatoires. A ce propos, la déclaration du détenteur des droits de propriété est
enregistrée a la CEIl. Des informations peuvent étre demandées a:

US PAT No. 4879096
Cookson Electronics Assembly Materials
600 Route 440 Jersey City,New Jersey 07304

US PAT No. 5527628

lowa State University Research Foundation, Inc.
310 Lab of Mechanics

Ames, lowa 50011-2131, U.S.A.
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JP PAT No. 3040929

JP PAT No. 3027441

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Matsushita IMP Building 20F 1-3-7, Shiromi, Chouh-ku, Osaka, 540-6319, Japan

JP PAT No. 2805595
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
Gate City Ohsaki-West Tower 19th FI. 1-11-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8584, Japan

JP PAT No. 3027441
a

<o H Maoitaol Lo + C. 13
ot vretaT e Sty o0 =tG~

Senju Hashido-cho 23, Adachi-ku, Tokyo, 120-8555, Japan

NOTE Les droits de propriétés varient selon le pays de fabrication, de vente, I'utilisation et la destinatioh finale;

tout ou partie.

2 Reéférences normatives

ISO 9453:2006, Alliages de brasage t

4.1 Composition de I'alliage

Tableau B.1 - o
plomb

Remplacer la totd ab
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Tableau B.1 — Composition et caractéristiques thermiques
des alliages a braser sans plomb! ® °

Nom de l'alliage Symbole Sn Cu Bi In Ag Sb Autres Température
d éléments °C
% % % % % % C°”t?ftsit”' Soli- | Liqui-
dus dus
Sn100¢ Sn100 99,9 232 mp
sho7ag3 A30 | REM-97,0 3 221 224
sho5Ag5 A50 | REM-95,0 5 224 240
Sn$6,5Ag3,5 A35 | REM-96,5 3,5 251 ea
Sn$6,3Ag3,7 A37 | REM-96,3 3,7 /\K 221 228
snopCu,7Ag,3 C7A3 | REM-99,0 | 0,7 - ~ 10,3£0,10 /\\ K S 217 227
S$n98.97Cu,7Ag,3Ni,03 | C7A3Ni |REM-98,97| 0,7 - - |eszo] \\ ) O:O?K/ 218 || 228
snod.3cu,7Ag1 C7A10 | REM-98,7 | 0,7 - - 30 R 217 224
snd5Cu4Ag1 C40A10 | REM-95,0 |4,0 + 0,50 - - | S N e 217 353
snd2cusAg2 C60A20 | REM-92,0| 6,0 - —/ \z\Q > —\ - 217 380
Sn9§,5Ag3Cu,5 A30C5 | REM-96,5| 0,5 - Q 7 3,0 D% - 217 220
Sn95J8Ag3,5Cu,7 A35C7 | REM-958 | 0,7 - \S\// 3\ \> - - 217 218
sn95J5Ag3,8Cu,7 A38C7 | REM-95,5 0,§\ \ \ \ 3) )\ 217 226
Sn95J5Ag4,0Cu,5 A40C5 |REM-955| 05 “h - —\ a0 - - 217 229
Sn96Mg2,5Bi1Cu,5 | A25B10C5 | REM-96,0 0,5( ™ 2,5 213 218
sha2Biss Bs80 | REM120 | — \| 5300\ >\ - - - 139 ea
Snp9,3Cu,7 c7 | ReMgo N 07 >\ - - - 227 ea
sho7cu3 cso  |REwang| ‘40 ~1 _ - - - 227 310
shasins2 NB20\, [REM-48 N\ > 52 - - - 118 ea
sn8slh8Ag3,5Bi,5 | N8OA3 %Wo NI 0,5 8,0 3,5 - - 196 206
sn92ih4Ag3,5Bi,5 N4opé§é§ \QENﬁ)\ —) 05 | 40 35 - - 210 216
sho5sb5 /850 Rﬁwgs, 5,0 £ 0,50 235 240
sh91zn9 N\ 290 \[Rem-ong] - - - - - Zn9,0 199 ea
snpozneBia < | zZ80BANN| REM-89,0 - 3,0 - - - Zn8,0 190 197
a Sauf spécification ¢ ire, i onvient que les éléments constitutifs de chaque alliage ne soient pas variés, par rappoft a leur
poufcentage tabulé, d'u supérieure a celle indiquée ci-apreés,
Si <5 %4 de la variation\totale de l"alliage égale +0,2 %,
Si >5 % de la variation totale de I'alliage égale +0,5 %,
Les letfres /REM" apparaissant a c6té du NUMERO d'un élément d'alliage (par exemple, REM-10,0) indiquent que I'¢lément
conjpleterle RESTE de cet alliage avec un pourcentage réel calculé par la différence par rapport a 100 %, le NUMERO |indique
le ppurcentage approximatif de cet élément dans I'alliage.

b Les températures solidus et liquidus sont fournies pour information uniquement et n'ont pas pour objet de constituer une
exigence pour la formulation des alliages. Dans la colonne “Liquide”, “ea” signifie alliages eutectiques et “mp” signifie que
la température solidus tabulée constitue le point de fusion des éléments (IN99A et Sn99A). Bien que des efforts aient été
fournis pour indiquer les températures solidus et liquidus correctes pour chaque alliage, il est conseillé aux utilisateurs de
cette norme de vérifier les valeurs de ces températures avant utilisation.

c L'alliage Sn100 est inclus dans ce document pour compléter I'étain dans les bains de brasage tendre et ne convient pas
a lui seul comme brasure en raison des problémes éventuels de peste d'étain. Ne pas utiliser I'alliage Sn100 comme
unique brasure sur du matériel fabriqué pour un gouvernement, sauf lorsqu'il est spécifiquement identifié pour cette
utilisation dans un dessin, une spécification ou une dérogation d'un article fini approuvé.

d Définitions des symboles pour les alliages sans plomb.

1 Pour les notes du Tableau B.1, voir la page suivante.
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Nom d

e l'alliage Symbole Sn Cu Bi In Ag Sb Autres Température
d éléments
constitu-
% % % % % % tifs Soli- Liqui-
dus dus

Pour I’étiquetage, en cas d’espace limité, un code de symbole peut étre utilisé, conformément aux lignes directrices ci-dessous:

Les éléments principaux de I'alliage sont identifiés a I'aide d’une lettre, comme suit:

arge
bisn

nt
uth

zing

ZNOZO®T>

Le sympole n’indique pas I’élément de base (c’est-a-dire I’étain) dans les alliages sans plomb, gOn

Les chiffres sont utilisés pour indiquer le pourcentage d’éléments principaux, comme suit:

x = 0,x|% (par exemple 5 correspond a 0,5 % en masse)
XX = X,k % (par exemple 55 correspond a 5,5 % en masse)
XXX = HX, X % (par exemple 505 correspond a 50,5 % en masse)

i nickel

cuiyre
indium
antijmoine

esthsUpposé.

Aucun chiffre pour < 0,1% (par exemple Ni correspond a Ni0.0X % en mass

Par ex¢

mple, Sn98.97Cu,7Ag,3Ni0.03 a le symbole C7A3Ni.

O
L0

&
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Remplacer le texte du Tableau B.4 par le nouveau Tableau B.4 suivant:

Tableau B.4 — Correspondance entre températures solidus et liquidus
et les noms des alliages selon la température?®

Température
°C Nom de I'alliage
Solide Liquide

96 ea Sn16Pb32Bi52
100 ea Sn34Pb20Bi46
118 ea In528n48
120 167 Sn46Pb46BI08 N\
134 181 In265n38Rp37
138 ea SpA2Bi58 \
140 160 Sh3otd >
144 163 /Sh43Pb43BIMA

145 ea \Sn50Pb3CH8 \
149 150 < \Un80RBI5AGOS

153 163 INdgSNY0Pk18/

156 mp / In10\

160 174 NUY» In7024530

174 185 ([ \\V" /~ /X “tq60Pb40

178 270 ‘& - J snf8Pb80Ag02

c
179 ea \& "\ SA62Pb36Ag02Sb4

1

179 ea, Sn62Pb36Ag02
180 185 (. > Sn60Pb38Bi02
180 200\ \ In50Pb50
183 [ ea ~ I Sn63Pb37
183 N C (e / Sn63Pb37Sb4
183 L @0 Sn60Pb38Cu02

183 N 2| < SN Sn60Pb40
183 N1 S Sn60Pb40Sb.4

183 AN\ ~ ey Sn70Pb30
183  \ 193 Sn70Pb30Sb.4
i\ \ 152 In20Sn54Pb26
83 X /213 Sn90Pb10
{88 N\ 215 Sn50Pb49Cu01
18330\ 216 Sn50Pb50
183\ 216 Sn50Pb50Sb4
183 226 Sn45Pb55
183 238 Sn40Pb60
183 238 Sn40Pb60Sb4
183 246 Sn35Pb65
183 246 Sn35Pb65Sb4
183 254 Sn30Pb70
183 254 Sn30Pb70Sb4
183 277 Sn20Pb80
183 277 Sn20Pb80Sb4
184 270 Sn20Pb795b01
185 231 Sn40Pb585b02
185 243 Sn35Pb63Sb02
185 250 Sn30Pb68SH02
185 263 Sn25Pb745b01

3 Les notes de bas de tableau du Tableau B.4 se situent a la fin du tableau.
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Température
°C Nom de I'alliage

Solide Liquide

190 197 Sn89Zn8BiI3

195 225 In40Pb60

196 206 Sn88In8Ag3.5Bi,5

199 ea Sn91Zn9

210 216 Sn92In4Ag3.5Bi,5

213 218 Sn96Ag2,5Bi11Cu,5

217 218 Sn95,8Ag3,5Cu,7

217 220 Sn96,5Ag3Cu,5

217 224 Sn98.3Cu,7Ag1

217 226 Sn95,5AgheCu,7

217 227 Sn96AgR'8BI1CY,5

217 229 sn9%,5Ag4€u, 5 N
217 227 /Sn998u, TAG, 3\

217 353 Sn9BENMAY

217 380 ’ \ﬁn%}%g\z\ -

218 228 O Sn989ZCINTAg,3N103

221 ea / 58n96,5Ag3,5
(

221 224 () SN9TAG3

221 228 (I\\"/~/\__ %ng96,3Ag3,7
X

[ SngsAgs

@
227 ea \& "\ / sngocu.7

227 310, N Sn97Cu3

232 mi N Sn100
235 240\ \ N Sn95Sb5
238 (233 N\ W In30 Pb70
250 N N 264 ) In25Pb75
268 290 Sn10Pb88Ag02

2710\, O ] 288\ IN19Pb81
5 7802 N\ Sn10Pb90

280 AU ea Au80SNn20

280 <\ 284 Sn05Pb93Ag02
260\ \. 305 Sn08Pb92
296 N /301 Sn05Pb94Ag01
/299 \a 307 Sn02Pb96Sb02
3000\ 310 In05Pb92Ag03
4\ ea Ag03Pb97
304 N 380 Ag06Pb94
305 306 Sn03Pb95Ag02
308 312 Sn05Pb95
309 ea Sn01Pb98AgO1T
314 320 Sn03Pb97
02U 329 S>nUZFDbYs
356 ea Au88Ge12
363 ea Au97Si03
451 485 Au82In18

Les températures solidus et liquidus sont fournies pour information uniquement et n'ont pas pour
objet de constituer une exigence pour la formulation des alliages.

Dans la colonne «Liquide», “ea” signifie alliages eutectiques et “mp” signifie que la température
solidus tabulée représente le point de fusion des éléments (In99A et Sn99A). Bien que des
efforts aient été fournis pour indiquer les températures solidus et liquidus correctes pour chaque
alliage, il est conseillé aux utilisateurs de cette norme de vérifier les valeurs de ces
températures avant utilisation.
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